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【57】申請專利範圍
1.　一種雙模式超快雷射精密裁切設備，其包含：
一基座；

一線性運動平台，其安裝於該基座；

一旋轉平台，其可分離式的安裝於該線性運動平台上，且該旋轉平台能夠相對於該線性

運動平台於一啟用狀態及一脫離狀態之間切換；

一超快雷射光源模組，其安裝於該基座上方，該超快雷射光源模組包含至少一超快脈衝

雷射源、一貝塞爾光束成形器及一振鏡掃描器，該貝塞爾光束成形器安裝於該超快脈衝

雷射源的雷射光路中，該振鏡掃描器安裝於該貝塞爾光束成形器的雷射光路後方；

一升降機構，用以調整雷射焦點位置；以及

一智慧控制主機，其耦接於該線性運動平台、該旋轉平台、該超快雷射光源模組及該升

降機構，該智慧控制主機具有一圓形基板模式及一方形基板模式可供操作者擇一運行，

當運行圓形基板模式時，該旋轉平台處於啟用狀態，當運行方形基板模式時，該旋轉平

台處於脫離狀態，並由該智慧控制主機透過該線性運動平台與該振鏡掃描器之協調運動

執行切割軌跡。

2.　如請求項 1所述之雙模式超快雷射精密裁切設備，其中，該智慧控制主機進一步包含一
智慧光路校正演算法模組，利用機器學習模型對雷射光路之溫漂、機械偏移及光學元件

老化因素進行即時補償。

3.　如請求項 1所述之雙模式超快雷射精密裁切設備，其中，該智慧控制主機包含一材料數
據庫及製程參數管理模組，其內建不同基板材料之最佳化雷射參數配方，並具備人工智

慧自動學習功能以持續最佳化製程參數。

4.　如請求項 1所述之雙模式超快雷射精密裁切設備，其中，該智慧控制主機包含一角隅補
強控制模組，在方形基板模式下自動辨識所有切割道交叉角隅位置並執行補強加工程式。

5.　如請求項 1所述之雙模式超快雷射精密裁切設備，其中，該旋轉平台採用模組化可拆卸
式介面設計，在該設備不停機狀態下能夠切換啟用狀態或脫離狀態。

6.　如請求項 1所述之雙模式超快雷射精密裁切設備，其中，該智慧控制主機進一步包含一
即時製程監控器，其整合高速相機及光學感測器，於切割過程中進行即時監測。
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圖 1係本揭露雙模式超快雷射精密裁切設備的元件架構方塊示意圖。
圖 2係本揭露雙模式超快雷射精密裁切方法的步驟流程圖。
圖 3係本揭露雙模式超快雷射精密裁切方法另一實施例的步驟流程圖。
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